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Caractéristiques :  

•  Ce procédé produit  

des films  polymères. 

•  Le greffage est  

formé à partir de tout  

monomère éthylénique. 

•  Les liaisons crées sont des 

liaisons  covalentes (liaisons 

fortes). 

•  Le rendement de greffage 

est quantitatif.  

•  Procédé réalisé dans l’eau. 

•  Faible consommation 

d’énergie. 

•  Contrôle précis des 

épaisseurs du revêtement. 

SEEP 2 
Surface Electro-initiated 

Emulsion Polymerization 2 

Le procédé innovant de greffage de films 

minces de polymère en solution aqueuse a 

été adapté au domaine de l’aéronautique. Il 

s'agit d'une polymérisation radicalaire électro-

initiée à partir de sels d’aryl-diazonium et de 

monomères vinyliques. Il est ainsi possible  

de greffer des films polymères (primaires 

d’adhésion) sur des surfaces  

conductrices quelle que soit  

la solubilité dans l’eau 

 du monomère. 

Domaine d’application : 

Le procédé SEEP permet de produire des revêtements par 

fonctionnalisation de surface. Plusieurs domaines sont concernés : 

la tribologie, la biologie, la corrosion, la microélectronique…  

SEEP 2 répond en particulier aux besoins formulés par 

l’aéronautique et le nautisme. 

Résultats quadrillage 
sur métal après 
immersion dans 
l'eau DI pendant 14 
jours. surface traitée 
(à gauche grade 0) 
et non traitée (à 
droite grade 3) 

Test d’adhérence humide 
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